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EDUCATION AND STUDENT EDITION RELEASE NOTES

NI Circuit Design Suite

Version 10.0.1

These release notes contain system requirements for NI Circuit Design
Suite 10.0.1, as well as information about product tiers, new features,
documentation resources, and other changes since Multicap 9.0,
Multisim 9.0, and Ultiboard 9.0.

NI Circuit Design Suite includes the following familiar Electronics

Workbench software products: NI Multisim, NI Ultiboard, and the
NI Multisim MCU Module (formerly MultiMCU).
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Installing NI Circuit Design Suite 10.0.1

This section describes the system requirements and installation procedures
for NI Circuit Design Suite.

Minimum System Requirements

To run NI Circuit Design Suite 10.0.1, National Instruments recommends
that your system meet the following requirements:

¢ Windows 2000 Service Pack 3 or later, Windows XP, Vista, or
64-bit Vista

e Pentium 4 class microprocessor or equivalent (Pentium III class
minimum)

* 512 MB of memory (256 MB minimum)
e 1.5 GB of free hard disk space (1 GB minimum)

e Open GL® capable 3D graphics card recommended (SVGA resolution
video adapter with 800x600 video resolution minimum, 1024x768 or
higher preferred)

e To develop custom LabVIEW based instruments for use in Multisim,
LabVIEW 8.2.x or higher is required
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Installation Instructions

The NI Circuit Design Suite 10.0.1 installer installs all products in the suite:
Multisim, Ultiboard, and the Multisim MCU Module.

National Instruments recommends that you close all open applications
before you install NI Circuit Design Suite.

Unless you specify another location during installation, the NI Circuit
Design Suite installation program copies files to <Program Files>\
National Instruments\Circuit Design Suite 10.0 after you
complete the following steps:

1. Insert the NI Circuit Design Suite CD into the CD-ROM drive. If the
CD startup screen is not visible, select Run from the Windows Start
menu and run setup . exe from your CD.

2. Follow the instructions in the dialog boxes.

The NI Circuit Design Suite 10.0.1 installer will also upgrade an existing
NI Circuit Design Suite 10.0 installation to version 10.0.1. An upgrade
installation will preserve all user files and user data in the component
database.

Product Activation

When you run a product in the NI Circuit Design Suite for the first time, it
will prompt you to activate a license for that product.

@ Note To run the Multisim MCU Module, place a component from the MCU Module group
on a Multisim circuit or open a Multisim file that contains a component from the MCU
Module group.

If you do not activate a valid license, the product will run in Evaluation
Mode and continue to prompt you to activate a license on each subsequent
run. Evaluation Mode is valid for 30 days following the first run of the
product.

For information about how to activate your software product, please refer
to the Activation Instructions for National Instruments Products Note to
Users included with your NI Circuit Design Suite 10.0.1 package.
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Changes in Functionality

LabVIEW Instruments Support

NI Multisim 10.0.1 supports LabVIEW instruments created in
LabVIEW 8.2.x or later only. If you have instruments created with
LabVIEW 8.0.x or 8.1.x, you must rebuild them using LabVIEW 8.2.x
or later.

What’s New in NI Circuit Design Suite 10.0.1

Bug Fixes

Localization

Refer to the Readme file at <Program Files>\National
Instruments\Circuit Design Suite 10.0\documentation fora
list of bug fixes in verson 10.0.1:

* Readme_eng.html—English Readme file
¢ Readme_deu.html—German Readme file

* Readme_jpn.html—Japanese Readme file

NI Circuit Design Suite 10.0.1 is localized for English, German, and
Japanese. The language that the software uses by default depends on your
system locale settings.

To change the language the software uses, select Options/Global
Preferences, click on the General tab (Multisim) or General Settings tab
(Ultiboard), select the desired locale from the Language combination box,
and restart the application.

The Support and Upgrade Utility (SUU) is localized for English and
German.

To change the language that SUU uses, select Help/Check for Updates from
either Multisim or Ultiboard to launch SUU, click on the Settings button,
select either English or German from the Language combination box, and
restart SUU.

The following items are not localized, and remain in English:
*  SPICE error messages
e LabVIEW instruments

e Layer names in both NI Ultiboard and the NI Multisim
Spreadsheet View
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*  Agilent and Tektronix simulated instruments

*  Sample files

e NI Multisim MCU Module: source file names, code/comments within
source files, and compiler/linker messages

The following documentation is localized for English, German, and

Japanese:

¢ Release Notes

*  Getting Started with NI Circuit Design Suite

What’s New in NI Circuit Design Suite 10.0

This document describes the following new features of NI Circuit Design
Suite 10.0:

*  Mouse-Click Support for Interactive Parts

*  Convergence Assistant

* Increased Quality and Breadth of the Component Database

» Extended SPICE Modeling Capabilities

*  Enhanced Data Visualization

* Extended Analysis Capabilities

*  Extended Programming and File Management in the MCU Module
¢ Improved Export to Mentor Graphics PADS®

*  Improvements to Speed and Quality of NI Ultiboard

*  Advanced Options for Exported Data Interpolation

*  Miscellaneous Features

Mouse-Click Support for Interactive Components

NI Multisim 10.0 lets you use your mouse to control interactive
components during simulation. You can click on switches to toggle them,
push keypad buttons with the mouse, and adjust the value of the variable
components, such as potentiometers, with a slider bar. You may also
continue to use keyboard controls for these devices.

Convergence Assistant

The Convergence Assistant adjusts simulation settings when a “Time Step
Too Small” error occurs during interactive simulation. The assistant adjusts
the minimum number of parameters required in order to allow convergence
of the simulation. The assistant adjusts the following parameters:

1. Initial Condition
2. TMAX
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3. RELTOL

4. RSHUNT

5. ITLI1

6. Integration method
7. GMIN

Increased Quality and Breadth of the Component Database

NI Multisim 10.0 has a number of new additions and improvements to the
component database. These include: around 1,000 new components from
leading manufacturers, generic power simulation parts, new bipolar
sources, a Graphical LCD, single symbol representations of standard logic
components, and improvements to passive components.

New Components from Leading Manufacturers

NI Multisim 10.0 has approximately 1,000 new components with models
from Analog Devices, Texas Instruments, and Linear Technologies. These
additions include symbols, models, and IPC-standard landpatterns.
Components include operational-amplifier, comparator, and voltage
reference models.

Generic Power Simulation Parts

NI Multisim 10.0 includes models for all power simulation parts found in
the “Switch-Mode Power Supply SPICE Cookbook” by Christophe Basso.
These components include Buck, Boost, Buck-Boost, and PWM
controllers. Their models include voltage and current mode controlled
devices, and models for average and detailed transient operation.

Bipolar Sources

New bipolar pulse sources include both current and voltage sources.

Graphical LCD

A Graphical LCD is available for users who purchase the MCU Module in
conjunction with NI Multisim. The command system for the Graphical
LCD follows the Toshiba T6963C. The graphical LCD is a two-color
device with 256 x 256 pixel display resolution. This device supports three
modes of operation: text-only, graphics-only, and mixed text and graphics.
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Single Symbol Representations of Standard Logic
Components

In addition to the multi-section component representation of standard logic
components such as logic gates and flip-flops, the component database now
includes single symbol representations of common components. These
single-symbol representations show the power and ground pins of these
devices.

Enhancements to Passive Components

You can now change the value of any resistor, capacitor, or inductor placed
on the schematic without replacing it. You can also assign a landpattern to
any passive component. You can assign information about the type of
component, for instance metal-oxide, and this information propagates to
the Bill of Materials. The tolerance of the components is automatically
available for Monte-Carlo and Worst Case analyses, and you can edit the
tolerances in the spreadsheet.

An advanced non-linear inductor model lets you define the inductor
characteristics based on datasheet values.

Extended SPICE Modeling Capabilities

NI Multisim 10.0 introduces enhancements to its SPICE modeling
capabilities, including parameters in SPICE subcircuit models, improved
support of behavioral sources, and support for BSIM 4 parameters.

Parameterized SPICE models

You may now define parameters in the .subcircuit line of SPICE
macro-models in NI Multisim. The definition of parameters is as follows.

.subckt <subckt_name> <node_list> PARAMS: param name = value, ...

You may then use the parameter name in place of a value in the
macro-model. The value of the parameter is editable in the component
dialog on the schematic.

Improved Support of Behavioral Sources

Behavioral sources now support nested instances of IF statements.

Support for BSIM 4 Parameters

NI Multisim 10.0 supports the standard BSIM 4 parameters for MOSFET
models. BSIM 4 supports up to 400 parameters. More information about
BSIM 4 is available at http: //www-device.eecs.berkeley.edu/
~bsim3/bsim4.html.
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Enhanced Data Visualization

NI Multisim 10.0 includes a number of improvements to the way you
configure and view results. These include: advanced functionality of the
static probes, the ability to add traces to the Grapher after running a
simulation, the ability to display the initial conditions of components on the
schematic, a current probe instrument, and improvements to the memory
and register displays of MCUs.

Advanced Functionality of Static Probes

Placed (static) probes now include a reference designator, which allows
you to select another probe as a reference net. In previous versions of
NI Multisim, all probes referenced ground. You can also use probe
reference designators to select which traces to view in analyses.

Add Traces to Grapher after Running Analyses

You can add traces to the Grapher view after running an analysis, and select
what type of data you want NI Multisim to store.

Display Initial Conditions on the Schematic

You can choose to display the initial conditions of capacitors and inductors
on the schematic.

Current Probe Instrument

The current probe instrument is a virtual representation of a real current
probe that connects to an oscilloscope. You connect one end of the probe
to a net on the schematic and the other to the input to an oscilloscope. You
can set the ratio of amps to volts displayed on the instrument. Note that the
units remain in volts on the oscilloscope.

Enhanced Analysis Capabilities

NI Multisim 10.0 now allows you to evaluate more expressions before and
after running analyses. The definitions of the expressions are:

1. avg(X) — Running average of the vector X
2. avg(X, d) — Running average of the vector X over d

3. envmax(X, n) — Upper envelope of the vector X where n is the number
of points on either side of a peak that must be less than the value for a
peak to be identified

4. envmin(X, n) — Lower envelope of the vector X where n is the number
of points on either side of a peak that must be less than the value for a
peak to be identified
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grpdelay(X) — Group delay of X with results in seconds
rms(X) — Running RMS average of vector X

integral(X) — Running integral of vector X

® =N W

sgn(X) — The sign or signum of a real number. It is —1 for a negative
number, 0 for the number zero, and 1 for a positive number.

Extended Language Support and File Management in the MCU Module

The MCU Module, formerly MultiMCU, supports C-code in addition to
Assembly language. It has a code manager that lets you use multiple files
to define the operation of the microcontrollers in the design. You can have
header files and use libraries. You can also load in externally assembled
binary files and view them in disassembled format.

Improved Export to Mentor Graphics PADS®

You can export NI Multisim schematics to Mentor Graphics PADS®. The
exported netlist file follows the Mentor Graphics specification. Every

NI Multisim component includes generic landpatterns, which means you
can transfer without dropping any nets and then select the appropriate
landpattern once in PADS. You can also map your existing PADS
landpatterns to the components in NI Multisim.

Improvements to Speed and Quality of NI Ultiboard

NI Ultiboard 10.0 contains enhancements to the quality of the product that
include improvements to the speed of trace-placment and the ability to
select whether or not to plate through-holes. Exported Gerber files do not
contain mosaics in the polygons. Quality improvements in the landpatterns
include: pin mappings from symbols to IC pin-outs and landpattern shapes
and sizes in the database. All new landpatterns follow IPC standards.

Advanced Options for Exported Data Interpolation

When exporting simulation data from NI Multisim to other NI data formats
such as LVM or TDM files, you can choose the interpolation technique that
best suits the signal. You can also control the interpolation method used
when sending simulation data to NI LabVIEW based instruments running
inside of NI Multisim. The interpolation methods include:

* Coerce
* Linear Interpolation

*  Spline Interpolation
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Miscellaneous Features

Some of the other features added to the new suite include Unicode
character support and NI installation and license management.

Unicode Characters

All products in NI Circuit Design Suite 10.0 support Unicode characters.
This feature allows you to use Cyrillic and Asian fonts inside the products.

NI Installation and License Management

All products in NI Circuit Design Suite adhere to the standard method used
to install and activate National Instruments software. You can activate the
software automatically via the internet, or manually via a web browser,
phone call, or email.

Product Tier Details

The following lists the schematic capture functionality available in
Multisim Student and Education editions:

Functionality Student Education
Customizable GUI X X
Screen-capture utility X X
Comments on schematic X X
Circuit annotations X X
Modeless part placement X X
and wiring
Fast retrieval parts bins X X
Auto and manual wiring X X
Virtual wiring by node name X X
Rubber banding on part move X X
Fast auto-connect passives X X
Subcircuits X X
3-dimensional breadboarding X X
Virtual NI ELVIS X X
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Functionality

Student

Education

Embedded questions - view
and respond

X X

Forward/Back annotation
with Ultiboard

X

>~

Cross-probing with Ultiboard

Bus-vector connect

Spreadsheet view

Design constraints

Advanced search

Zoom to selected part

Corporate database

User defined fields

Save components to database
from workspace

o T T e B Il Bl e e

Multiple circuits open

>

Embedded questions - create
and edit

>~

Electrical rules check

>~

Graphically mark no-connect
pins

o

Hierarchical designs

Multisheet designs

Project manager

Reports - including bill of
materials

X R X )

Pin and gate swap

X

Export to Mentor PADS layout

X

Device library

Partial

Complete

Maximum components in design

50 Unlimited

© National Instruments Corporation

11

NI Circuit Design Suite Release Notes



The following lists the simulation functionality available in Multisim
Student and Education editions:

Functionality Student Education
Interactive simulation X X
Fully mixed-mode A/D X X
simulation
Standard SPICE 3X5/XSPICE X X
Enhanced model support X X
PSPICE model simulation* X X
Speed/Accuracy tradeoffs X X
Simulation advisor X X
Convergence assistant X X
Virtual, interactive, X X
animated parts
Mouse click support for X X
interactive parts
Rated components X X
Insert faults into components X X
Measurement Probes X X
Component Wizard X X
NI measurement data file X X
sources
NI measurement data file X X
export
NI LabVIEW VIs as X X
instruments and sources
Microphone & speaker X X
Circuit restrictions X X
Grapher & Postprocessor X X
RF design kit X X
Circuit wizards X
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Functionality Student Education

C-Code modeling X

Description box synced X
with simulation

Ladder diagrams/components X
Model makers X
Load and save simulation X
profiles

Virtual Instruments 22 22
Analyses 10 18
Co-simulation of MCUs Add On Add On

* Does not support all PSpice syntax

The following lists the layout functionality available in Ultiboard Student
and Education editions:

Functionality Student Education
Push and Shove trace X X
placement
Real-time & from copper X X
ratsnest
Real-time polygon update X X
with voiding
Forward/Backward annotation X X
Cross-probing with Multisim X X
Real-time DRC X X
64 layers and 1 nanometer X X
resolution
Comprehensive Footprint X X
Wizard
Enhanced 3D visualization X X
with print
User annotations X X
Full screen mode X
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Functionality Student Education

Gerber, DXF, IPC-D-356A, X
SVG output

Dimensions on PCB and X
Landpatterns

Dimensions in Database X
Manager

Net bridges X

3D visualization inside circuit X
board

o

Turn off ratsnest for selected
nets

Gridless follow-me placement

Load and save technology files

Polar Grids

Customizable layer viewing

Split power-planes

Keep-in/Keep-out areas

Place components in array

Unplace all components

T I T o B Bl el e B e

Ruler bar alignments and
measurements

>

Auto-alignment

o

Save PCB Design as a
component

Permanent grouping

Pin & gate swapping

Multiple clearances

Jump to Error

Equispace trace support

MR R X)X

Differential Impedance
Calculator
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Functionality Student Education

Transmission Line Calculator X
Microvias X
Test point insertion X
Automatic tear-dropping X
Pin necked trace support X
Automatic jumper insertion X
Copy Route & Replica Place X
functions

In-place footprint editor X
Mechanical CAD X
Export 3D info in 3D IGES, X
DXF formats

Copper amount report X
Test point report X
Customization of report X
generation

Multiple open documents X
Number of pins supported 350 1,000
Spreadsheet view Limited Complete

The following lists the autorouting functionality available in Ultiboard
Student and Education editions:

Functionality Student Education

Fully customizable cost X X
factors

Progressive Routing

Interactive autorouting

Constraint driven routing

T I Il s
T I I s

Manual pre-placement:
components, vias, traces
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Functionality Student Education
Auto Block Capacitor X X
recognition
SMD mirroring X X
Trace rubberbanding X X
Follows keep-in/keep-out X X
criteria
Pin number limit 350 1,000
Maximum number of layers 2 4

Documentation

NI Circuit Design Suite 10.0.1 includes a complete documentation set
featuring printed and electronic resources for your reference.

The following printed and electronic resource is available:

*  Getting Started with NI Circuit Design Suite Guide

The following electronic resources are available in PDF files:
e Multisim User Guide

e Multisim Component Reference Guide

e Multisim for Educators Guide

e Multisim MCU Module User Guide

»  Ultiboard User Guide

To access the User Guides, select Start»All Programs»National
Instruments»Circuit Design Suite 10.0»Documentation and then select
the file of interest.

The following online help files are available from the installed software
Help menu and from the Start Menu:

e Multisim Education Edition Help File
e Ultiboard Help File
To access the Help Files, select Start»All Programs»National

Instruments» Circuit Design Suite 10.0»Documentation and then select
the file of interest.
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The following online help files are available from the installed software
Help menu:

Component Reference Education Edition Help File
Multisim Symbol Editor Help File
Multisim Title Block Editor Help File

Documentation Updates

The English version 10.0 release notes have been replaced by trilingual
(English, German, Japanese) release notes for version 10.0.1.

The English Getting Started with NI Circuit Design Suite Guide has
been replaced by a trilingual edition for version 10.0.1.

All other user guides and the help files remain in English only.

NI Multisim Documentation Notes

The Language combination box has been moved from the Paths tab in
the Preferences dialog box to the General tab. If you change the
Language, you must restart NI Multisim for all dialog boxes to reflect
the new setting.

If you have existing code models built in earlier versions of

NI Multisim, you must recompile them with the new include files
installed with 10.0.1 before they will work. Refer to the help file for
complete information on code modeling.

Non-ASCII characters that are used for a component RefDes, Value or
Footprint will be omitted in the 3D Breadboard View.

NI Multisim 10.0.1 supports LabVIEW instruments created in
LabVIEW 8.2.x or later only. If you have instruments created with
LabVIEW 8.0.x or 8.1.x, you must rebuild them using LabVIEW 8.2.x
or later.

NI Ultiboard Documentation Notes

© National Instruments Corporation

The Language combination box has been moved from the Paths tab in
the Preferences dialog box to the General Settings tab. If you change
the Language, you must restart NI Ultiboard for all dialog boxes to
reflect the new setting.

The IPC-D-356A Netlist, 3D IGES, NC Drill, and Scaleable Vector
Graphics file formats accessed from the Export dialog box do not
support non-ASCII characters in the file name. If you enter a unicode
character for the file name in the Save dialog that appears after you
click Export, a message appears advising you that the file name is
incompatible with the file format. If you continue, the file may not be
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able to be opened by some software, or may be corrupt when opened.
We recommend that you select a compatible file name before you save
the file.

* In the Attribute tab of the Attribute Properties dialog box, you can
select either Line font, or Windows font. If you choose Windows font,
be sure that you select a Unicode font that includes the characters that
you require. Characters that are not available in the selected Windows
font will appear as boxes.

National Instruments, NI, ni.com, and LabVIEW are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the Terms of Use section on
ni.com/legal for more information about National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are
trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products, refer to the appropriate location:
Help»Patents in your software, the patents . txt file on your CD, or ni . com/patents.

© 2006-2007 National Instruments Corporation. All rights reserved. 374479B Jun07
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VERSIONSHINWEISE ZUR EDUCATION AND STUDENT EDITION

NI Circuit Design Suite

Version 10.0.1

Diese Versionshinweise enthalten Systemanforderungen fiir NI Circuit
Design Suite 10.0.1 sowie Informationen iiber Produktversionen, neue
Funktionen, Dokumentationsressourcen und weitere Anderungen seit
Multicap 9.0, Multisim 9.0 und Ultiboard 9.0.

NI Circuit Design Suite enthélt die folgenden bereits bekannten Software-

produkte von Electronics Workbench: NI Multisim, NI Ultiboard und das
NI Multisim MCU Modul (friiher MultiMCU).
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Installieren der NI Circuit Design Suite 10.0.1

Dieser Abschnitt enthilt eine Beschreibung der Systemanforderungen
sowie Hinweise zur Installation der NI Circuit Design Suite.

Minimale Systemanforderungen

Um die NI Circuit Design Suite 10.0.1 problemlos ausfiihren zu kénnen,
sollte Thr System die folgenden Voraussetzungen erfiillen:

¢ Windows 2000 mit mindestens Service Pack 3, Windows XP, Vista
oder 64-Bit Vista

e Mikroprozessor der Pentium-4-Klasse oder gleichwertig (mindestens
Pentium-3-Klasse)

* 512 MB Arbeitsspeicher (mindestens 256 MB)
* 1,5 GB freie Festplattenkapazitit (mindestens 1 GB)

e Open GL® fihige 3D-Grafikkarte empfohlen (Videoadapter mit
SVGA-Auflosung mit einer Videoauflosung von mindestens 800x600,
Empfohlen wird 1024x768 oder besser)
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¢ Um benutzerdefinierte Instrumente auf Basis von LabVIEW zur Ver-
wendung in Multisim zu erstellen, ist mindestens LabVIEW 8.2.x
erforderlich

Installationsanweisungen

Produktaktivierung

5

Das Installationsprogramm der NI Circuit Design Suite 10.0.1 installiert
die Produkte Multisim, Ultiboard und das Multisim MCU Module.

Es wird empfohlen, vor Installation der NI Circuit Design Suite alle geoff-
neten Anwendungsprogramme zu schlief3en.

Nach Abschluss der nachfolgenden Schritte kopiert das Installationspro-
gramm der NI Circuit Design Suite die Dateien nach
<Programmdateien>\National Instruments\

Circuit Design Suite 10.0.

1. Legen Sie die CD der NI Circuit Design Suite in das CD-ROM-Lauf-
werk ein. Falls kein CD-Startbildschirm erscheint, wihlen Sie
Ausfiihren aus dem Windows-Startmenii und dann setup . exe von der
CD.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in den Dialogfeldern.

Das Installationsprogramm der NI Circuit Design Suite 10.0.1 aktualisiert
auch eine existierende NI Circuit Design Suite 10.0 auf 10.0.1. Bei der
Aktualisierung werden alle Anwenderdaten und -dateien in der Bauteilda-
tenbank beibehalten.

Bei der erstmaligen Ausfiihrung eines Produktes der NI Circuit Design
Suite fordert Sie das Programm dazu auf, fiir dieses Produkt eine Lizenz zu
aktivieren.

Hinweis Um das Multisim MCU Modul auszufiihren, ist ein Bauelement aus der
MCU-Modulgruppe in eine Multisim-Schaltung einzufiigen oder eine Multisim-Datei zu
oftnen, die ein Bauelement der MCU-Modulgruppe enthilt.

Wenn Sie keine giiltige Lizenz aktivieren, wird das Produkt lediglich im
Evaluierungsmodus ausgefiihrt und wird weiterhin bei jeder nachfolgenden
Ausfiihrung nach der Lizenz fragen. Nachdem das Produkt erstmalig aus-
gefiihrt wurde, gilt der Evaluierungsmodus fiir die Dauer von 30 Tagen.

Informationen dariiber, wie Sie Thr Softwareprodukt aktivieren kénnen,
befinden sich in den Aktivierungsanweisungen fiir National Instruments-
Produkte, die dem NI Circuit Design Suite 10.0.1-Paket beigefiigt wurden.
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Anderungen an den Programmfunktionen

Unterstiitzung von LabVIEW-Instrumenten

NI Multisim 10.0.1 unterstiitzt nur LabVIEW-Instrumente, die in
LabVIEW 8.2.x oder hoher erstellt wurden. Wenn ein Instrument mit
LabVIEW 8.0.x oder 8.1.x erstellt wurde, muss dieses mit LabVIEW 8.2.x
oder hoher neu kompiliert werden.

Neue Funktionen der NI Circuit Design Suite 10.0.1

Behohene Probleme

In der Readme-Datei Readme_deu.html unter <Programme>\Natio-
nal Instruments\Circuit Design Suite 10.0\documentation
finden Sie eine Liste der in Version 10.0.1 behobenen Probleme.

Lokalisierung

Die NI Circuit Design Suite 10.0.1 gibt es auf Englisch, Deutsch und Japa-
nisch. Die Voreinstellung der Sprache hidngt von der Spracheinstellung
Thres Betriebssystems ab.

Um auf eine andere Sprache umzustellen, wihlen Sie “Optionen/Allge-
meine Einstellungen”, klicken auf die Registerkarte “Allgemein”
(Multisim) oder “Allgemeine Einstellungen” (Ultiboard), wihlen die
gewiinschte Sprache aus und starten die Anwendung neu.

Das Support and Upgrade Utility (SUU) ist in die Sprachen Englisch und
Deutsch iibersetzt.

Zum Wechseln der Sprache des SUU wihlen Sie “Hilfe/Nach Updates
suchen” aus dem Menii von Multisim oder Ultiboard, klicken auf die
Schaltfldche “Einstellungen”, wihlen die gewiinschte Sprache aus und
starten das SUU neu.

Die folgenden Komponenten liegen nur in Englisch vor:
e SPICE-Fehlermeldungen
*  LabVIEW-Instrumente

* Lagennamen sowohl in der Spreadsheet-Ansicht von NI Ultiboard als
auch in NI Multisim

e Simulierte Instrumente von Agilent und Tektronix

e Beispieldateien
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e NI Multisim MCU-Modul: Namen von Quelldateien, Code/Kommen-
tare in Quelldateien und Kompiler-/Linker-Meldungen

Die folgenden Dokumente gibt es auch auf Deutsch:
*  Versionshinweise

*  Erste Schritte mit der NI Circuit Design Suite

Neue Funktionen der NI Circuit Design Suite 10.0

Dieses Dokument beschreibt die folgenden neuen Funktionen der
NI Circuit Design Suite 10.0:

*  Unterstiitzung fiir interaktive Teile per Mausklick

*  Konvergenzassistent

*  Erhohte Qualitit und erweiterter Umfang der Bauelement-Datenbank
*  Erweiterte SPICE-Modellierungsfihigkeiten

*  Verbesserte Datenvisualisierung

*  Erweiterte Analysefdhigkeiten

*  Erweitertes Programmier- und Dateimanagement im MCU-Modul

e Verbesserter Export in Mentor Graphics PADS®

*  Verbesserungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Qualitit von
NI-Ultiboard

*  Erweiterte Optionen fiir die Interpolation exportierter Daten

e Verschiedene Programmfunktionen

Bedienung von Bauteilen per Mausklick

Mit NI Multisim 10.0 kénnen Sie interaktive Bauelemente wihrend der
Simulation mit Threr Maus bedienen. Sie konnen Schalter betitigen,
Tastaturkndpfe mit der Maus driicken und die Werte verschiedener Bauele-
mente, wie z.B. Potentiometer, mit einem Schieberegler verdndern.
Auflerdem konnen Sie auch weiterhin die Tastatur zur Steuerung dieser
Geriite verwenden.

Konvergenzassistent

Der Konvergenzassistent nimmt Einstellungen an der Simulation vor,
wenn die Fehlermeldung “Zeitschritt zu klein” wihrend einer interaktiven
Simulation auftritt. Der Assistent stellt die minimale Anzahl an Parametern
ein, die erforderlich ist, um eine Simulationskonvergenz zu ermoglichen.
Der Assistent stellt folgende Parameter ein:

1. Anfangsbedingung
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Integrationsverfahren

2. TMAX

3. RELTOL
4. RSHUNT
5. ITL1

6.

7.

GMIN

Erhohte Qualitat und erweiterter Umfang der Bauelement-Datenbank

Die Bauelement-Datenbank in NI Multisim 10.0 wurde in vieler Hinsicht
erweitert und verbessert. So gibt es ca. 1000 neue Bauelemente fiihrender
Hersteller, generische Bauteile zur Leistungssimulation, neue bipolare
Quellen, eine grafische LCD-Anzeige, Einzelsymbolwiedergaben logi-
scher Standardbauelemente und Verbesserungen passiver Bauelemente.

Neue Bauelemente fiihrender Hersteller

NI Multisim 10.0 verfiigt iiber etwa 1000 neue Bauelemente mit Modellen
von Analog Devices, Texas Instruments und Linear Technologies. Dazu
gehoren auch Symbole, Modelle und IPC-Standard-Footprints. Zu den
Bauelementen gehoren operative Verstirker, Komparator und
Spannungs-Referenzmodelle.

Generische Bauteile zur Leistungssimulation

NI Multisim 10.0 schlie3t Modelle fiir alle Bauteile zur Leistungssimula-
tion ein, die aus dem “Switch-Mode Power Supply SPICE Cookbook” von
Christophe Basso hervorgehen. Zu diesen Bauelementen gehdren Auf-
wairts-, Abwirts-, Aufwirts-/Abwirts sowie PWM-Steuerelemente. Deren
Modelle schlieen spannungs- und strommodusgesteuerte Gerite mit ein
sowie Modelle fiir durchschnittliche und detaillierte
Ubergangsoperationen.

Bipolare Quellen

Neue bipolare Impulsquellen schlieen sowohl Strom- als auch Span-
nungsquellen mit ein.

Grafische LCD-Anzeige

Eine grafische LCD-Anzeige steht allen Anwendern zur Verfiigung,
welche die MCU-Module zusammen mit NI-Multisim erwerben. Das
Befehlssystem fiir die Anzeige folgt dem Toshiba T6963C. Die Anzeige ist
ein Zweifarben-Gerit mit einer Pixelauflésung von 256 x 256. Dieses

Gerdit unterstiitzt drei Betriebsmodi: “nur Text”, “nur Grafiken” und “Text
und Grafiken gemischt”.
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Darstellung der einzelnen Symbole logischer
Standardbauelemente

Zusitzlich zu der aus mehreren Abschnitten bestehenden Darstellung der
logischen Standardbauelemente, wie z.B. logische Gatter und Flip-Flops,
verfiigt die Bauelementdatenbank nun auch iiber Darstellungen der einzel-
nen Symbole von Bauelementen. Diese Einzelsymboldarstellung stellt die
Leistungs- und Masseanschlussstifte dieser Gerite dar.

Verbesserungen passiver Bauelemente

Es ist nun moglich, die Werte beliebiger Widerstinde, Kondensatoren oder
Induktoren zu verdndern, ohne diese dabei auf der Schaltung ersetzen zu
miissen. Aulerdem konnen passiven Bauelementen nun ebenfalls Foot-
prints zugewiesen werden. Sie konnen Informationen zum Bauelementtyp,
z.B. Metalloxid, hinzufiigen, und diese Information wird dann der Stiickli-
ste zuginglich gemacht. Die Toleranzen der Bauelemente sind automatisch
fiir Monte-Carlo- und Worst-Case-Analysen verfiigbar, und Sie konnen
diese Toleranzen im Arbeitsblatt bearbeiten.

Ein erweitertes, nicht-lineares Induktormodell ermoglicht Thnen die Festle-
gung der Induktorcharakteristiken auf Basis von Datenblattwerten.

Verhesserte SPICE-Modellierung

Die SPICE-Modellierung in NI Multisim 10.0 wurde verbessert und erwei-
tert, z.B. durch Parameter in SPICE-Teilschaltungsmodellen, verbesserte
Unterstiitzung von Funktionen fiir Verhaltensursachen sowie der Unter-
stiitzung von BSIM 4-Parametern.

Parameterisierte SPICE-Modelle

Sie kénnen nun erstmals auch Parameter in der Teilschaltungsleitung der
SPICE-Makromodelle in NI Multisim definieren. Die Parameter werden
wie folgt definiert.

.subckt <subckt name> <node_list> PARAMS: param name = Wert, ...

Der Parametername kann dann anstelle des Wertes im Makromodell ver-
wendet werden. Der Wert des Parameters kann im Bauelementdialogfeld
auf der Schaltung bearbeitet werden.

Verhesserte Unterstiitzung von Funktionen fiir
Verhaltensursachen

Die Angaben zu Verhaltensursachen unterstiitzen nun auch verschachtelte
Instanzen von IF-Meldungen.
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Unterstiitzung fiir BSIM 4-Parameter

NI Multisim 10.0 unterstiitzt die Standard-BSIM 4-Parameter fiir
MOSFET-Modelle. BSIM 4 unterstiitzt bis zu 400 Parameter.

Weitere Informationen iiber BSIM 4 sind abrufbar unter
http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsim4.html.

Verbesserte Datenvisualisierung

NI Multisim 10.0 verfiigt iiber eine Reihe von Verbesserungen des Verfah-
rens zur Konfiguration und Darstellung von Ergebnissen. Dazu gehoren:
erweiterte Funktionalitét der statischen Tastkdpfe; die Fihigkeit, dem Dia-
gramm nach Beginn einer Simulation noch Leiterbahnen hinzuzufiigen; die
Fahigkeit, die Anfangsbedingungen der Bauelemente der Schaltung anzu-
zeigen; ein Strom-Tastkopf, sowie Verbesserungen des Speichers und der
Registeranzeige von MCUs.

GroBerer Funktionsumfang statischer Tastkdpfe

Platzierte (statische) Tastkopfe verfiigen nun auch iiber einen Referenzbe-
zeichner, der es Thnen ermoglicht, einen anderen Tastkopf als ein
Referenznetz auszuwihlen. In vorherigen Versionen von NI Multisim
waren alle Tastkopfe mit Masse verkniipft. AuBerdem konnen Sie mit Tast-
kopf-Referenzbezeichnern angeben, welche Leiterbahnen in Analysen zu
sehen sein sollen.

Hinzufiigen von Leiterbahnen zu Diagrammen nach
Analysen

Sie haben nun die Moglichkeit, Leiterbahnen auch nach Ausfiihrung von
Analysen der Diagrammansicht hinzuzufiigen und konnen festlegen, wel-
cher Datentyp von NI Multisim abgespeichert werden soll.

Anzeige von Anfangszustanden auf der Schaltung

Sie konnen festlegen, ob die Anfangszustinde von Kondensatoren und
Induktoren auf der Schaltung angezeigt werden sollen.

Strom-Abtastkopf

Der Strom-Abtastkopf stellt die virtuelle Version eines echten
Strom-Abtastkopfes dar, der an einen Oszillographen angeschlossen wird.
Sie konnen das eine Ende des Abtastkopfes mit dem Netz der Schaltung
verbinden und das andere Ende mit dem Eingang am Oszillographen. Es
lasst sich das auf dem Instrument angezeigte Ampere-/Voltverhiltnis ein-
stellen. Bitte beachten Sie, dass die Einheit auf dem Oszillographen in Volt
angegeben ist.
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Erweiterte Analysefunktionen

NI Multisim 10.0 ermoglicht es Thnen nun, noch mehr Ausdriicke vor und
nach Ausfiihren der Analyse auszuwerten. Die Definitionen der Ausdriicke
lauten:

1. avg(X) — Ausfiihrungsmittelwert Vektor X
2. avg(X, d) — Ausfithrungsmittelwert X iiber d

3. envmax(X, n) — Oberer Bereich Vektor X dabei bezeichnet n die
Anzahl an Punkten auf beiden Seiten eines Spitzenwertes; dieser muss
geringer sein als der zu ermittelnde Spitzenwert

4. envmax(X, n) — Unterer Bereich Vektor X dabei bezeichnet n die
Anzahl an Punkten auf beiden Seiten eines Spitzenwertes; dieser muss
geringer sein als der zu ermittelnde Spitzenwert

grpdelay(X) — Gruppenverzdgerung von X mit Ergebnis in Sekunden
rms(X) — Ausfithrung RMS-Mittelwert Vektor X
integral(X) — Ausfiihrung Integral von Vektor X

® N W

sgn(X) — Zeichen oder Signum einer reellen Zahl. So steht —1 fiir eine
negative Zahl, O fiir die Zahl Null und 1 fiir eine positive Zahl.

Erweiterte(s) Sprachunterstiitzung und Dateimanagement im
MCU-Modul

Das MCU-Modul, ehemals MultiMCU, unterstiitzt neben der Assembler-
sprache auch C-Code. Es verfiigt iiber einen Code-Manager, der die
Verwendung mehrerer Dateien zuldsst, um auf diese Weise den Betrieb der
Mikrocontroller im Entwurf festzulegen. Sie konnen auf Headerdateien
und Bibliotheken zugreifen. Sie sind aulerdem in der Lage, extern erstellte
Binirdateien zu laden und im disassemblierten Format anzusehen.

Verbesserter Export in Mentor Graphics PADS®

Sie konnen nun NI Multisim-Schaltungen nach Mentor Graphics PADS®
exportieren. Die exportierte Netzlistendatei passt sich den Mentor-Gra-
phics-Spezifikationen an. Jedes NI Multisim-Bauelement verfiigt auch
tiber generische Footprints, d.h., Sie konnen ohne Netzverlust transferieren
und dann in PADS den passenden Footprint wihlen. Weiterhin besteht die
Moglichkeit, den Bauelementen in NI Multisim vorhandene PADS-Foot-
prints hinzuzufiigen.
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Verbesserungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Qualitdt von
NI-Ultiboard

NI Ultiboard 10.0 weist eine verbesserte Produktqualitit auf. Dazu gehoren
die Geschwindigkeit des Platzierens von Leiterbahnen sowie die Fihigkeit
Durchkontaktierungen zu beschichten oder nicht. Exportierte Ger-
ber-Dateien enthalten keine Mosaike in den Poylgonen. Zu den qualitativen
Verbesserungen der Footprints gehdren: Anschlussstiftzuordnung von den
Symbolen zu den IC-Anschlussstiften sowie Formen und Groen von Foot-
prints in der Datenbank. Alle neuen Footprints erfiillen die [IPC-Normen.

Erweiterte Optionen fiir die Interpolation exportierter Daten

Beim Export von Simulationsdaten aus NI Multisim in andere NI Datenfor-
mate wie z.B. LVM- oder TDM-Dateien ist es moglich, die fiir das Signal
am besten geeignete Interpolationstechnik auszuwéhlen. Sie konnen aufler-
dem das Interpolationsverfahren steuern, das bei der Ubertragung von
Simulationsdaten an Instrumente, die innerhalb von NI Multisim auf Basis
von NI LabVIEW ausgefiihrt werden, zur Anwendung kommt. Zu diesen
Interpolationsverfahren gehoren:

e Anpassen
* Lineare Interpolation

*  Splineinterpolation

Verschiedene Funktionen

Zu den weiteren neuen Funktionen der Reihe gehoren die Unterstiitzung
von Unicode, die NI-Installation sowie das Lizenzmanagement.

Unicode-Zeichen

Samtliche Produkte der NI Circuit Design Suite 10.0 unterstiitzen auch
Unicode. Diese Funktion ermoglicht es Thnen, kyrillische und asiatische
Zeichen zu verwenden.

Nl-Installation und Lizenzmanagement

Séamtliche Produkte der NI Circuit Design Suite entsprechen den Standard-
verfahren zur Installation und Aktivierung von National-Instruments-
Software. Sie haben die Moglichkeit, die Software automatisch tiber das
Internet zu aktivieren oder manuell iiber den Webbrowser, per Telefon oder
per E-Mail.
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Hinweise zu dieser Ausgabe

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Schaltungserfassungsfunktio-
nen, die in der Lern- und Schulungsversion von Multisim verfiigbar sind:

Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Konfigurierbare Bedienoberfliche X X
Screenshot-Ultility X X
Schaltungskommentare X X
Schaltungshinweise X X
Bauteilplatzierung und X X
Verdrahtung mit automatischer
Modusumschaltung
Schneller Zugriff auf Bauelemente X X
in den Bauelementwerkzeugleisten
Automatische und manuelle X X
Verdrahtung
Virtuelle Verdrahtung per X X
Knotennamen
“Gummibandverbindungen” beim X X
Verschieben von Bauelementen
Schnelles Verbinden passiver X X
Bauelemente
Teilschaltungen X X
Dreidimensionale X X
Versuchsanordnung
NI ELVIS (virtuell) X X
Integrierte Fragen ansehen und X X
beantworten
Ubertragung der Beschriftung mit X X
Ultiboard in beide Richtungen
Querpriifung mit Ultiboard X X
Bus-Vektorverbindungen X
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Studenten- Schulungs-
Funktion version version
Ansicht als Tabellen- X
kalkulationsdokument
Entwicklungseinschrinkungen X
Erweiterte Suche X
Markierten Bereich heranzoomen X
Firmenbibliotheksdatenbank X
Benutzerdefinierte Felder X
Bauelemente vom Arbeitsbereich X
in Datenbank speichern
Mehrere Schaltungen gedffnet X
Integrierte Fragen erstellen X
und bearbeiten
Priifung auf Einhaltung der X
elektrischen Schaltungsregeln
Grafische Markierung freier X
Anschlussstifte
Hierarchische X
Schaltungsentwicklung
Schaltungen auf mehreren X
Arbeitsblittern
Projekt-Manager X
Berichte - einschliellich Stiickliste X
Tausch von Anschlussstift und X
Gatter
Export in Mentor-PADS-Layout X
Geritebibliothek Teilweise Vollstindig
Hochstanzahl der Bauteile in einer 50 Unbegrenzt
Schaltung
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Im Folgenden sind alle Simulationsfunktionen in der Lern- und Schulungs-
version von Multisim aufgefiihrt:

Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Interaktive Simulation X X
Kombinierte Simulation analoger X X
und digitaler Bauelemente
StandardméBiges SPICE X X
3X5/XSPICE
Erweiterte Modellunterstiitzung X X
PSPICE-Modellsimulation* X X
Moglichkeit zu Kompromissen in X X
Bezug auf Geschwindigkeit und
Genauigkeit
Simulation Advisor X X
Konvergenzassistent X X
Virtuelle, interaktive und animierte X X
Bauelemente
Unterstiitzung fiir interaktive Teile X X
per Mausklick
Nennwert-Bauelemente X X
Fehler in Bauelemente einbauen X X
Mess-Tastkopfe X X
Bauelement-Assistent X X
NI-Messdaten-Dateiquellen X X
NI-Messdaten-Dateiexport X X
NI LabVIEW VIs als Instrumente X X
und Quellen
Mikrofon und Lautsprecher X X
Schaltungseinschriankungen X X
Graphanzeige & Postprozessor X X
RF-Modul X X
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Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Schaltungsassistenten X
Modellierung in C X
Mit Simulation synchronisiertes X
Beschreibungsfeld
Kontaktpldane/Kontakte X
Modellgeneratoren X
Simulationsprofile laden und X
speichern
Virtuelle Messinstrumente 22 22
Analysen 10 18
Co-Simulation von Add-on Add-on
Mikrocontrollern
* Unterstiitzt nicht jede PSpice-Syntax

Im Folgenden sehen Sie eine Auflistung der Layoutfunktionen in der Lern-

und Schulungsversion von Ultiboard:
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Studenten- Schulungs-
Funktion version version
Platzieren von Leiterbahnen mit X X
Hilfe der Funktion “Push and
Shove”
Echtzeitfunktionen und Funktion X X
“From Copper Ratsnesting”
Echtzeitaktualisierung von X X
Polygonen mit Anordnung
kupferloser Flichen
Ubertragung der Beschriftung X X
zwischen Multicap und Ultiboard
in beiden Richtungen
Querpriifung mit Multisim X X
Priifen auf Einhaltung der X X
Entwicklungsrichtlinien in Echtzeit
64 Lagen und Auflosung von 1 nm X X
ni.com



Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Leistungsfahiger Footprint-Wizard X X
Erweiterte 3D-Visualisierung mit X X
Druckfunktion
Anwenderkommentare X X
Vollbildschirmdarstellung X
Ausgabe der Daten im Gerber-, X
DXF-, IPC-D-356A- und
SVG-Format
Abmessungen von Leiterplatte und X
Footprint
Abmessungen im Datenbank- X
Manager
Netzankniipfungspunkte X
3D-Visualisierung innerhalb der X
Leiterplatte
Ausschalten von “Ratsnets” X
ausgewdhlter Netze
Platzierungsverfahren “Follow X
Me” ohne Raster
Laden und Speichern von X
Technologiedateien
Polarnetz X
Kundenspezifische Lagenansicht X
Aufgeteilte Speisungsschichten X
Mit Bauelementen und X
Leiterbahnen belegbare und
freizuhaltende Bereiche
Gruppenweises Platzieren von X
Bauelementen
Umplatzierung aller Bauelemente X
Linealausrichtung und Messungen X
Automatisches Ausrichten X
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Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Leiterplattenentwurf als X
Bauelement speichern
Permanentes Gruppieren X
Austauschen von Anschlussstiften X
und Gattern
Multiple Freirdume X
Springen zur fehlerhaften Stelle X
Equispace- X
Leiterbahnunterstiitzung
Rechner fiir differentielle X
Impedanz
Rechner fiir Ubertragungsleitung X
Mikrodurchkontaktierungen X
Einfiigen von Testpunkten X
Automatisches Generieren X
trainenformiger Verstirkungen
zwischen Lotaugen und
Leiterbahnen
Unterstiitzung von Leiterbahnen X
mit abgeknickten Segmenten zu
Anschlussstiften
Automatisches Einsetzen von X
Steckbriicken
Funktionen “Copy Route” und X
“Replicate Place”
Funktion “In-Place Footprint X
Editor”
CAD-Funktionen fiir die X
Entwicklung mechanischer
Elemente
Export von 3D-Info in 3D IGES, X
DXF-Formate
Berechnung des Kupferbedarfs X
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Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Testpunktbericht X
Kundenspezifische X
Berichtserstellung
Mehrere geoffnete Dokumente X
Mboglichkeit zum Begrenzen der 350 1000
Anzahl von Anschlussstiften
Ansicht als Tabellen- Begrenzt Vollstindig
kalkulationsdokument

Im Folgenden erscheint eine Auflistung der Funktionen zur automatischen
Leiterbahnfiihrung in der Lern- und Schulungsversion von Ultiboard:

Studenten- Schulungs-

Funktion version version
Voll konfigurierbare X X
Kostenfaktoren
Progressive Leiterbahnfiihrung X X
Interaktive automatische X X
Leiterbahnfiihrung
Leiterbahnsuche unter X X
Beriicksichtigung von
Entwicklungsrichtlinien
Manuelles Vorplatzieren: X X
Bauelemente,
Durchkontaktierungen,
Leiterbahnen
Automatische Erkennung von X X
Blockkondensatoren
Spiegeln von SMD-Bauelementen X X
“Gummiband”-Leiterbahnen X X
Folgt den Kriterien der X X
belegbaren/freizuhaltenden
Bereiche
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Studenten- Schulungs-
Funktion version version

Moglichkeit zum Begrenzen der 350 1000
Anzahl von Anschlussstiften

Moglichkeit zum Begrenzen der 2 4
maximalen Anzahl von Lagen

Dokumentation

Zur NI Circuit Design Suite 10.0.1 gehort eine umfassende
Dokumentation.

Das folgende Dokument ist in gedruckter und in elektronischer Form
verfiigbar:

e Erste Schritte mit der NI Circuit Design Suite

Die folgenden Dokumente liegen als PDF-Dateien vor:
¢ Benutzerhandbuch zu Multisim

*  Bauelementehandbuch zu Multisim

e Einfiihrung in Multisim fiir Lehrpersonal

¢ MCU-Modul-Benutzerhandbuch zu Multisim

*  Benutzerhandbuch zu Ultiboard

Um die Benutzerhandbiicher zu 6ffnen, wihlen Sie unter Start»
Alle Programme»National Instruments»Circuit Design Suite 10.0»
Dokumentation die gewiinschte Datei aus.

Die folgenden Online-Hilfedateien sind tiber das installierte Hilfemenii der
Software und tiber das Startmenii verfiigbar:

*  Hilfedatei zur Schulungsversion von Multisim
»  Ultiboard-Hilfedatei

Um die Hilfedateien zu 6ffnen, wihlen Sie unter Start»
Alle Programme»National Instruments»Circuit Design Suite 10.0»
Dokumentation die gewiinschte Datei aus.

Die folgenden Online-Hilfedateien sind tiber das installierte Hilfemenii der
Software verfiigbar:

»  Hilfedatei zur Schulungsversion mit Bauelemente-Ubersicht
e Hilfedatei zu Symbol-Editor von Multisim
* Hilfedatei zum Titelblock-Editor von Multisim
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Aktualisierung der Dokumentation

Die englischen Versionshinweise fiir die Version 10.0 wurden in der
Version 10.0.1 durch eine dreisprachige Ausgabe (Englisch, Deutsch
und Japanisch) ersetzt.

Das englische Dokument “Erste Schritte mit der NI Circuit Design
Suite” wurde durch eine dreisprachige Ausgabe fiir die Version 10.0.1
ersetzt.

Alle anderen Dokumente und die Hilfedateien verbleiben in Englisch.

Hinweise zur Dokumentation fiir NI Multisim

Im Dialogfeld fiir die Voreinstellungen wurde das Feld fiir die
Spracheinstellungen von der Registerkarte “Pfade” zur Registerkarte
“Allgemein” verlegt. Wenn die Sprache gedndert wird, muss Multisim
neu gestartet werden, damit alle Dialogfelder auf die neue Sprache
umgestellt werden.

Wenn Sie Code-Modelle von fritheren Multisim-Versionen besitzen,
miissen Sie diese mit den neuen Include-Dateien der Version 10.0.1
neu kompilieren. Weitere Informationen iiber Code-Modellierung
finden Sie in der Hilfe.

Nicht-ASCII-Zeichen, die fiir Komponenten-RefDes, Komponenten-
wert oder Footprint verwendet wurden, werden in der Ansicht der
3D-Versuchsanordnung ausgelassen.

NI Multisim 10.0.1 unterstiitzt nur LabVIEW-Instrumente, die in
LabVIEW 8.2.x oder hoher erstellt wurden. Wenn ein Instrument mit
LabVIEW 8.0.x oder 8.1.x erstellt wurde, muss dieses mit
LabVIEW 8.2.x oder hoher neu kompiliert werden.

Hinweise zur Dokumentation fiir NI Ultiboard

© National Instruments Corporation

Im Dialogfeld fiir die Voreinstellungen wurde das Feld fiir die
Spracheinstellungen von der Registerkarte “Pfade” zur Registerkarte
“Allgemeine Einstellungen” verlegt. Wenn die Sprache gedndert wird,
muss Ultiboard neu gestartet werden, damit alle Dialogfelder auf die
neue Sprache umgestellt werden.

Die IPC-D-356A-Netzliste, 3D IGES, NC-Bohrformate und Dateifor-
mate fiir Scaleable Vector Graphics, auf die das Export-Dialogfeld
zugreift, unterstiitzt keine nicht-ASCII-Zeichen im Dateinamen. Falls
im Dialogfeld zum Speichern von Dateien ein Unicode-Zeichen im
Dateinamen angegeben wird, erscheint eine Mitteilung dariiber, dass
der Dateiname nicht mit dem Dateiformat kompatibel ist. Sollten Sie
dennoch fortfahren, kann die Datei unter Umsténden nicht mehr ge6ff-
net werden oder erscheint beschidigt, wenn sie gedffnet wird. Es wird
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empfohlen, fiir die Speicherung einen kompatiblen Dateinamen
auszuwihlen.

*  Auf der Registerkarte “Attribut” des Dialogfelds “Attributeigenschaf-
ten” kann entweder Zeilenschriftart oder Windows-Schriftart
ausgewdhlt werden. Wenn Sie Windows-Schriftart verwenden, sollten
Sie sicherstellen, dass Sie eine Unicode-Schriftart verwenden, die alle
benotigten Zeichen umfasst. Zeichen, die nicht im ausgewihlten Win-
dows-Schriftsatz enthalten sind, werden als Kistchen dargestellt.

National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der Firma National Instruments Corporation. Ndhere Informationen zu den Marken von
National Instruments finden Sie im Abschnitt Terms of Use unter ni . com/1legal. Sonstige hierin erwéhnte Produkt- und Firmenbezeichnungen
sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. Nahere Informationen iiber Patente auf Produkte von National Instruments finden Sie
unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents. txt auf lhrer CD oder unter ni . com/patents.

© 2006-2007 National Instruments Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 3744798 Jun07
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